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	北京耐威科技股份有限公司
	关于全资子公司与北京经济技术开发区管理委员会
	签订《入区协议》的公告
	特别提示：
	一、合作情况概述
	二、合作方介绍
	三、合作背景
	四 、协议的主要内容
	五、合作对公司的影响
	随着公司完成对瑞通芯源100%股权的收购并间接控股了全球领先的MEMS芯片制造商瑞典Silex Microsystems AB，MEMS工艺开发及芯片制造业务已正式纳入公司业务版图。基于对物联网及MEMS产业发展的预期、国内MEMS产业发展现状的分析、MEMS在公司业务布局中的角色定位等，公司决定依托全资子公司Silex Microsystems AB成熟的制造技术和生产管理模式，建设国内最先进的MEMS体硅加工工艺生产线。
	若“8英寸MEMS国际代工线建设项目”能够顺利成功实施，将有利于实质提升国内MEMS产业代工技术水平，有利于公司进一步掌握国际领先的MEMS工艺开发及制造技术，有利于开拓亚洲市场并提升经营业绩，有利于提升公司的整体产业价值。与此同时，因该项目计划投资金额较大，若项目不能顺利实施或项目投资未达到预期盈利效果，将会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。
	六、备查文件



